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１．Rapidus株式会社の事業状況について

２． AI・半導体フレームにおける予算の措置状況について



ラピダスへの官民出資の実行

⚫ 昨年11月21日（金）のラピダス選定以降、同社の事業計画に基づく出資の実行に向けて、(独)情報処理推進機
構（IPA）や民間各社で出資契約締結等の手続きを進めていたところ、2月27日（金）に、政府（IPA）
1,000億円、民間1,676億円の出資を実行したことを公表。

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

⚫ 先行評価用
PDKリリース

⚫ 先端パッケージ
量産開始

⚫ 営業CF黒字化 ⚫ FCF黒字化
⚫ 株式市場への上場

⚫ PDK
リリース

⚫ 2ナノ世代
量産開始

出資

融資

（2025年度）

1,000億円
（2026年度）

1,500億円

委託
費

（～2025年度）

約1.7兆円

※措置済

（2026年度）

約6,300億円
（2027年度）

約3,000億円程度
厳格なモニタリングの実施による研究開発・事業計画の進捗と、
民間からの資金調達状況を踏まえ、政府支援の詳細を今後検討（2027～28年度）

現物出資

ラピダス
自己資金

1兆円規模の民間出資確保を目指す

政府債務保証も活用し2兆円以上の民間融資の確保を目指す

売上等による自己資金を活用

※CF: Cash Flow

※FCF: Free Cash Flow※PDK: Process Design Kit

（2025年度）

約1,300億円
程度見込み

政
府

民
間

今回実施
民間は1,300億円
から1,676億円に

出資

当初予算計上分

＜ラピダス社資金計画＞

予算成立後に
支援決定を想定
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赤澤大臣閣議後記者会見

政府及び民間企業等は、ラピダス株式会社に対し、昨日までに総額２，６７６億円の出資を実行しました。出資の内
訳は、情報処理推進機構を通じた政府出資が１，０００億円、民間企業を中心とした３２社からの出資が合計１，６７
６億円であると承知しています。民間出資については、昨年１１月時点で想定していた１，３００億円を上回っており
、民間においても、ラピダスに対する期待が高まっているものと認識しております。本プロジェクトは、政府が進める
成長投資の要となるものであり、国益のためには必ず成功させなければならない国家的プロジェクトであります。経済
産業省としても、引き続き、成功に向けて全力で取り組んでまいります。詳細は事務方から説明させます。

──中略──

（質疑応答）
【ラピダス株式会社に対する出資】
Ｑ： 冒頭にもお話ありましたけれども、ラピダスへの政府出資についてお伺いします。改めて、政府がラピダスの株主

となった意図、株式の保有比率について教えてください。また、今後、政府は筆頭株主としてラピダスとどう向き合
っていくのかお考えをお聞かせください。お願いします。

Ａ： 報道のとおり、政府及び民間企業等は、ラピダス株式会社に対し、昨日までに合計で２，６７６億円の出資を実行
しております。ラピダス・プロジェクトは、政府が進める成長投資の要でありまして、国益のために必ず成功させな
ければならない国家的なプロジェクトでございます。国が一歩前に出て強力な支援を行うために出資を行ったという
考え方であります。具体的には、昨年選定したラピダスの実施計画に基づき、政府からは、いわゆるＩＰＡですね、
情報処理推進機構を通じて１，０００億円を出資しておりまして、それによって獲得した議決権は１１．５％という
ことになります。民間出資についても、昨年１１月時点で想定した１，３００億円を上回っており、ラピダスに対し
て民間からも高い期待が寄せられているものと認識しています。経済産業省としては、外部有識者も交えながら、事
業計画の進捗等をモニタリングしつつ、引き続き、プロジェクトの成功に向けて全力で取り組んでまいります。
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高市総理X投稿

政府及び民間企業等は、世界最先端の半導体製造に挑戦するラピダス株式会社に対し、
昨日までに総額2,676億円の出資を実行しました。 

出資の内訳は、情報処理推進機構（IPA）を通じた政府出資が1,000億円、民間企業を中
心とした32社からの出資が合計1,676億円です。 民間出資は、昨年11月時点で想定してい
た1,300億円を大きく上回っており、ラピダスに対して民間からも高い期待が寄せられて
います。 

政府は、経済安全保障上の懸念を防ぐため、黄金株（拒否権付株式）を保有しています
。 その一方で、ラピダスが民間企業として迅速に経営判断を実施できるよう、政府の議
決権割合を抑えることとしました。 

ラピダスが取り組む次世代半導体は、生成AIやAIロボティクス等の最先端技術に不可欠
であり、我が国経済の将来を左右するだけでなく、経済安全保障上も重要な物資です。 
また、ラピダスが立地する北海道では関連する投資が誘発され、様々な経済効果が現れ始
めており、「地域未来戦略」における産業クラスターとしても期待されます。 そのため
、ラピダス・プロジェクトは高市内閣が進める成長投資の要であり、国が一歩前に出た支
援を行っています。 国益のため必ず成功させなければならない国家的プロジェクトとし
て、官民で連携し、全力で挑戦していきます。
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小池社長の会見：主要な発言 (1/2)

Ｑ：民間出資額が1676億円と、当初想定より上振れた。
Ａ：（小池社長） 「非常にありがたいことだ。半導体素子の試作状況などを丁寧に説明して、だんだんと（出

資企業の）理解が深まった。我々が期待した以上にご支援をいただくことができて非常に感謝している」
（村上CFO）「当初は1300億円を目標にしていたが、多くの民間企業と話していくなかで我々の事業に理解

を示していただいて、支援していきたいという企業が多くなっていった」

Q：交渉中の顧客企業はどのような企業が中心か。
Ａ：（小池社長）「60社以上と議論し、試作を繰り返している。2026年後半になれば顧客側から何かしら発表

が出てくるだろう。27年以降はさらに顧客数が増えると見ている。大半を占めているのが海外企業で、高
性能コンピューティング（HPC）や人工知能（AI）半導体、さらにロボティクス関連が多い」

Q：政府が今後計画する追加出資分を入れると資本金に占める政府比率が6割になる。経営に影響はあるか。
Ａ：（村上CFO）「平時と有事で分けている。通常時は民間の議決権が8割超あり、民間主導でやる。政府は議

決権のない株も保有。経営上の大きな問題が生じた際は、政府の議決権が3分の2以上に増えるなどの措置
をとる。政府は重要事項に拒否権を持つ黄金株も所有しているが、これは経済安全保障上で問題があった
際に発揮されるものなので、阻害になるとは考えにくい。あくまでも民間企業として、スピード感をもっ
ていきたい」
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小池社長の会見：主要な発言 (2/2)

Q：AI半導体の需要が世界で急増するなか、顧客のニーズに変化はどうか。
Ａ：（小池社長）「今年米国に行った際、最先端の回路線幅2ナノ半導体に対する具体的な要求や期待が強くな

っていると感じた。長期的にはさらに回路線幅が狭い半導体への要望もあるかもしれないが、まずは直近
の要求に対してできるだけ早く届けたい」
「市場が求める方向が、当初検討していた枚葉式というビジネスモデルと非常に合致してきている。大量
生産するより、スピードを重視という方針を変えるつもりはない」

Q：官民からの資金を獲得し、ラピダスは何合目に来たとみていますか。
Ａ：（小池社長）「難しい問題だ。27年の量産目標に向けて安心はできない。先端半導体の技術は非常に難し

く、試作はそれなりに順調にいっているがそう簡単ではない。1合目と以前言ったが、それが2合目、3合目
になったとは経営陣も従業員も考えていない。まだ1合目として気を引き締めて頑張っていこうというのが
本音だ」



ラピダス株式会社の議決権等の行使に関する基準について
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平時における
議決権の行使

黄金株

（拒否権付株式）

の行使

有事における
種類株式の転換

• IPAから、株主総会において議決権を行使しようとする旨の協議があった場合において、
議決権の行使が半導体に関する政策目的の達成に資するものであると認めるとき

• IPAから、拒否権付株式種類株主総会の決議事項を否決、欠席若しくは棄権する旨の協議があった
場合において、決議事項を可決することにより、経済安全保障上の懸念、半導体に関する政策目的

の達成が困難になる懸念のいずれかが生じると認めるとき

• IPAから、無議決権種類株式を議決権あり種類株式に転換しようとする旨の協議があった
場合において、以下の基準のいずれにも適合すると認めるとき

① 次のいずれかに掲げる経営上重大な懸念が生じていること

イ 経営改善を講じた上でなお、今後の事業展開に深刻な問題が発生することにより

短中期的に支払不能又は債務超過が発生する見通しが高いと認められること

ロ 主要経営者が長期間にわたり職務遂行不能であると認められること

ハ 粉飾決算、法令違反、重大な契約違反又は政府に対する虚偽報告の発覚

② ①について、協議を実施してもなお具体的改善が見込まれないと認められること

１

２

３

• 情報処理推進機構（IPA）からラピダス株式会社の株式に係る議決権等の行使に関して、

経済産業大臣へ協議があった場合における同意の判断基準を本年2月17日に告示を施行。



(参考1) 11/4（月） 日本成長戦略本部における高市総理発言（担当大臣への指示） 

⚫ 成長戦略の肝は、『危機管理投資』です。リスクや社会課題に対して、先手を打って供給力を抜本的に強化するために、官民連
携の戦略的投資を促進します。世界共通の課題解決に資する製品、サービス及びインフラを提供することにより、更なる我が国経
済の成長を目指します。

⚫ 本日、この本部におきまして、各戦略分野の担当大臣を指名しました。関係大臣、大変だとは思いますが、これに協力して取り組
むようお願いをいたします。

⚫ 各戦略分野の供給力強化策として、複数年度にわたる予算措置のコミットメントなど、投資の予見可能性向上につながる措
置を検討してください。研究開発、事業化、事業拡大、販路開拓、海外展開といった事業フェーズを念頭に、防衛調達など官公
庁による調達や規制改革など新たな需要の創出や拡大策を取り入れてください。

⚫ これらの措置を通じて実現される、投資内容やその時期、目標額などを含めた『官民投資ロードマップ』を策定してください。その
中で、成長率など国富拡大に与えるインパクトについても定量的な見込みを示してください。技術、人材育成、スタートアップ、金融
など、分野横断的な課題についても、担当大臣を指名しました。各担当大臣は、それぞれ解決のための戦略を策定してください。

⚫ 来年の夏、これらを取りまとめた成長戦略を策定いたします。城内日本成長戦略担当大臣の下、内閣一丸となって、精力的に
検討を進めてください。

（参考２） 12/24（水）日本成長戦略会議における高市総理発言（担当大臣への指示）

⚫ 来年の夏の成長戦略取りまとめに向けまして、１７の戦略分野と８つの分野横断的な課題についての検討体制が固まりました。

⚫ 戦略分野の担当大臣は、専門家の御意見を踏まえて、官民が連携する投資を迅速かつ効果的に進める観点から、対象領域、
課題等を、総花的にすることなく、戦略的に絞り込んだ上で、横断的分野における取組の成果も十分に取り込みつつ、目標・道
筋・政策手段を明確にした、真に実効性のある『官民投資ロードマップ』を策定してください。

高市総理による成長戦略についての発言
成長戦略
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2026年
〇2月3日 第１回開催 / AI・半導体WGの設置

• 足下のAI・半導体政策の現状の整理
• 戦略投資の促進にむけたAI・半導体 分野の

供給力強化/需要創出・拡大に向けた政策の
多角的な検討

〇４月 第２回開催

• 官民投資ロードマップ（案）の提示

※AI・半導体WGの議論を支えるため、以下既存の
 会議体を活用して、具体的検討を行っていく。

AI：AI戦略専門調査会下の産業構造WG

半導体：経産省半導体・デジタル産業戦略検討会議

構成員

関係行政機関（局長級）
内閣官房、警察庁、金融庁、デジタル庁、総務省、外務省、文部科学省、
厚生労働省、農林水産省、国土交通省、環境省、防衛省

オブザーバー
関連業界・ユーザー企業

松尾 豊（50） 東京大学大学院工学系研究科教授

平野 未来（41） 株式会社シナモン代表取締役社長CEO

伊藤 錬（45） Sakana AI株式会社共同創業者COO

村上 明子（51） SOMPOホールディングス株式会社執行役員常務グループChief 
Data Officer/独立行政法人情報処理推進機構AIセーフティ・イン
スティテュート所長

岡田 陽介（37） 株式会社ABEJA代表取締役CEO

小池 淳義（73） Rapidus株式会社代表取締役社長兼CEO

久保田 由美恵（56） 株式会社安川電機執行役員技術開発本部AIロボティクス統括
部長

瀬川 澄江（54） 東京エレクトロン株式会社Corporate Innovation本部ディ
ビジョンオフィサー執行役員

吉田 憲一郎（66） ソニーグループ株式会社代表執行役会長

時田 隆仁（63） 富士通株式会社代表取締役社長CEO

WG長 内閣府特命担当大臣（人工知能戦略）/経済産業大臣

体制 スケジュール

AI・半導体WGの設置

WG長代理 内閣府副大臣 又は 政務官
    経済産業副大臣 又は 政務官
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成長戦略



AI・半導体WGにおける議論の背景と方向性

⚫ 人口減少やDX・GX等の社会課題解決を通じた「強い経済」を実現するためには、AIと半導体を中心とするデジタル産業基盤への戦略
投資の拡大により、産業構造転換とイノベーション創出を実現し、産業競争力を強化していくことが必要不可欠。

⚫ これまで、AIでは大規模言語モデルの熾烈な開発競争が世界で展開。足下、画像・音声・動画・各種センサーを 統合し現実世界を
理解し動くフィジカルAIや、領域に特化して課題を解決するバーティカルAIの発展により、開発競争は新たな段階に突入。AIの実装は、
工場、物流、医療、介護、防災等の現場そのものへ急速に拡大していく。

⚫ 同時に、米国、中国、EUを中心に、諸外国もAI・半導体分野を戦略領域ととらえており、政策競争は激化。

⚫ こうした加速度的な情勢の変化を踏まえ、本WGでは、我が国のAI・半導体分野における喫緊の課題を整理した上で、戦略投資の拡大
に向け、官民投資ロードマップの策定を検討することとしたい。

AIの加速度的な発展を踏まえた「強い経済」の実現

⚫ フィジカルAIやバーティカルAIの進展により、 web上のデータを大規模に学習する「規模」の競争から、現場データを最大限活用して特定の
業界や業務において具体的に付加価値を創出するとともに、物理的な現場へと実装していくことを中心とする「統合力」の競争へ、AI開発
競争のゲームチェンジが起こりつつある点をしっかりと捉えることが重要。 

⚫ 工場、物流、建設、医療、介護、防災等の現場データやノウハウ、ものづくりの現場における制御技術、それを支えるアナログ・レガシー半導体
の設計・製造基盤といった、これまで我が国が産業活動を営む中で培ってきた蓄積が強みとして顕在化。こうした変化を踏まえて、AI政策と
半導体政策をより一体的に進めていく必要性が高まる。

⚫ AI・半導体を取り巻く構造的な変化の潮流を踏まえ、AI開発・実装力の基盤となる先端・次世代半導体、アナログ・レガシー半導体、高性
能電子部品や蓄電池等からなる、最先端のデジタル産業基盤の構築を進め、投資拡大に向けて、企業の予見可能性を高める投資支援
策を講じることで、AI・半導体分野の大規模民間投資を喚起。

⚫ AIと半導体への戦略投資を一体的に拡大し、強化されたAI・半導体の産業基盤に基づいてAI開発・利活用が促進され、半導体分野の
需要も生み出されていく、需要と供給の好循環を創出し、「強い経済」の実現に貢献。

AI・半導体分野における戦略投資拡大に向けた方向性

成長戦略
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日本成長戦略本部で決定した１７の戦略分野をはじめとする多様な産業分野

領域特化モデル

マルチモーダル基盤モデル

個社特化モデル

AI・デジタルサービスの創出

計算基盤の需要創出
／設計のフィードバック

サ
イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
産
業
基
盤
の
構
築

サービスの提供・更新

我が国産業の国際競争力強化と「強い経済」の実現

AI
ロボティクス

サービスに最適化された
計算基盤の設計と供給

最先端半導体

計算基盤（クラウドサーバ・エッジデバイス）

クラウド・エッジ基盤の高度化

装置・部素材サプライチェーン

半
導
体
・
デ
ジ
タ
ル
分
野
の
人
材
育
成

パワー・アナログ
半導体等

データのフィードバック

業界横断のデータ連携

高品質な
データ
セット

アプリケーション

市
場
ニ―

ズ
に
合
致
し
た
人
材
の
育
成

新
た
な
脅
威
へ
の
対
応

バーティカル
 AI

フィジカル
AI

産業や公共・準公共のDX

データ基盤

＋AI-Ready化データの整備

実現を目指すべきデジタルエコシステムの全体像

通信
インフラ

電源
システム

医療・介護 農林水産 防衛 ・・・公共製造業 金融 物流
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AI・半導体ロードマップ（フィジカル・インテリジェント・システムの中核を担う半導体）

① 現状

・かつて我が国半導体産業は世界シェアの約50％を誇ったが、日米貿易摩擦、日の丸
自前主義、産業構造の転換、デジタル化低迷等を背景に凋落し、現在は10％未満。

・半導体設計は米国、製造は台湾、製造装置は日本・米国・欧州、部素材は日本に強
みが存在。足下、AIの発展に伴い、先端・次世代ロジック・メモリ半導体の設計・
製造を中心に市場成長が加速する中で、日本はこの成長を十分に取り込めていない。

② 取り巻く環境と構造変化
・半導体は、スマートフォン、自動車、AI等の経済社会インフラに必要不可欠な、

経済安全保障上極めて重要な物資。各国政府は積極的に大規模な政策支援を展開。
・今後は、フィジカルAIの発展に伴って、フィジカルAIの機能をエッジ側で実現する

“フィジカル・インテリジェント・システム”を、多様なアプリケーション（ロボッ
ト、自動車、ドローン、FA等）において、実現していくことが求められる。

・その結果として、コンピューティング（ロジック半導体等）、制御（マイコン等）、
知覚（各種センサー）のフィジカル・インテリジェント・システムの各機能の中核
を担う半導体も、必然的に実装先アプリケーションが一層多様化していく。

・こうした各アプリケーション（需要側）で求められる機能要件から逆算して、
ロジック・メモリ、センサー、マイコン等の各種半導体を各々設計・製造して作り
こみ、システムとして最適統合する “System to Silicon”の重要性が増大。

③ 経済的・戦略的な重要性
・経済的重要性：半導体の市場規模は2035年に190兆円規模に成長する見込み。ま

た、TSMCが進出した熊本県やラピダスが立地した北海道では関連投資誘発により
様々な経済効果が表れており、地方創生にも貢献。

・戦略的重要性：半導体はスマホ、自動車、医療機器など生活に欠かせない製品の
基幹部品であるとともに、フィジカルAIなど今後産業を支える技術にとっても
不可欠であり、経済安全保障上極めて重要な物資。

(1)現状 (2) 目標

① 国内外で獲得を目指す市場

・半導体の市場規模はAIの実装拡大に伴って、2030年まで
に約140兆円を超え、2035年には約190兆円規模へと
加速度的に成長する見込み。

・今後、データセンターを中心とするAIインフラ市場全体
で2040年までに累計で今後約3000兆円の投資需要が生
じると見込まれ、また、AIロボット市場も2040年に
約60兆円規模にまで加速度的に拡大していく。

・こうした半導体の需要側市場の規模拡大を取り込んで、
自動車産業などの我が国産業に不可欠な半導体や、今後
加速度的な成長が見込まれるデータセンター、AIロボティ
クスなど将来の産業競争力強化に不可欠な半導体などを中
心に、2030年に国内で生産される半導体の売上高15兆円、
2040年に40兆円を目指す。

② 達成すべき戦略的な目標

・AI時代に必要不可欠となる先端・次世代半導体の国内に
おける開発・製造能力を確保する。

・フィジカルAI政策と連動して、ロボット、自動車、FA
等のエッジ側の機能要件から逆算したロジック・メモリ
、センサー等のチップ機能を逆算して各種半導体を各々
作りこみ、システムとして最適統合する設計・製造能力
（“System to Silicon”）を強化し、“フィジカル・インテ
リジェント・システム”の基盤を確立する。
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① 投資内容

・データセンター、AIロボティク
スなど、将来の産業競争力強化
に向けて、関連する半導体・電
子部品等の製造基盤強化に向け
た研究開発・設備投資。

・また、自動車産業など、我が産
業にとって不可欠な半導体・電
子部品について、製造基盤強化
に向けた研究開発・設備投資。

・こうした各種半導体・電子部品
等の設計開発能力強化に向けた、
製造・設計拠点の整備促進。

・加えて、規模拡大や産業集積に
向けて必要となるインフラや人
材育成に対する投資の実施。

※投資主体としては、民間企業に
加えて、将来技術の開発におい
ては国研や大学との連携も想定。

② 投資額・時期

① 官民投資による経済波及効果

② 官民投資に付随する関連投資
誘発効果

(2)官民投資の具体像 (3)定量的なインパクト

① 勝ち筋

・我が国半導体産業復活に向け、（１）足下必要な半導体製造基盤の
構築、（２）次世代に必要な半導体の量産技術開発、（３）将来の
革新技術の開発、という３ステップで政策を展開。

・特に、これまでは、生成AIの発展に伴ってクラウド（データセン
ター）側で必要性が高まる先端ロジック・メモリ半導体の製造能力確
保に向けた取組を重点的に実施。

・今後は、フィジカルAIの発展によりエッジ側でのリアルタイムかつ高
速な情報処理需要が増大する中で、半導体の実装先アプリケーション
（ロボット、自動車、FA等）において、“フィジカル・インテリジェ
ント・システム”を実現していくことが求められる。

・そのため、アプリケーション（需要）側に必要とされるチップ機能を
逆算して各種半導体を作りこみ、システムとして最適統合する
”System to Silicon” が我が国半導体産業の競争力強化に必要不可欠。

・加えて、”System to Silicon”の実現は、ハード側の制御・センサー技
術とアナログ・レガシー領域の設計開発基盤を有する我が国の強みが
顕在化する好機。

・こうした観点から、先端・次世代半導体、アナログ・レガシー、電子
部品等の技術開発・製造基盤の整備について、需要側の設計開発能力
と一体的に強化していく。

② 我が国として構築すべき機能
・自律性と不可欠性の観点から我が国に必要な半導体製造能力と、競争

力確保に向けた次世代技術の研究開発能力
・半導体需要側産業における半導体設計開発能力

(1)基本戦略

（官民投資ロードマップの取
りまとめまでに提示）

（官民投資ロードマップの取
りまとめまでに提示）

14

AI・半導体ロードマップ（フィジカル・インテリジェント・システムの中核を担う半導体） 成長戦略



①リソース制約

・人材：研究開発人材・現場
人材等。特に、半導体設計
に関する人材の不足は喫緊
の課題。

・インフラ：産業用地、電力、
水、物流・交通

②不確実性の要因

・事業・技術：需要側産業の
低迷、最先端技術領域にお
ける企業の競争力低下

・市場：中国企業の競争力向
上に伴う中国向け市場の縮
小

・財務：半導体関連産業にお
ける投資額高騰に伴う資金
調達の困難性

・国際環境・政策：各国によ
る大規模な産業政策、米中
対立に伴う地政学リスク

(1)投資促進に向けた課題

①国内投資支援

・我が国に真に必要となる先端・次世代半導体の研究開発力の強化や、製造能力確保に向けた支援を引き続
き実施。

・“フィジカル・インテリジェント・システム”実現の観点から、各アプリケーションに最適化された先端・次
世代半導体やアナログ半導体（センサー・マイコン等）及び電子部品等の技術・製造基盤を設計開発能力
の強化と一体的に強化するべく、技術開発・設備投資を重点的に支援。

②需要創出・市場確保・社会実装支援

・フィジカルAIなど、最先端半導体を活用したデジタル・AIサービスの創出等を通じ、最先端半導体の国内
需要創出に繋げる。

・先端・次世代半導体を中心に、需要創出に向けて、半導体設計開発支援を継続・拡大する。加えて、
”System to Silicon”を加速させる観点から、最先端の半導体研究開発・設計拠点を整備していく。

・地政学動向等を踏まえて、非先端領域の半導体や電子部品については、サプライチェーンの強化・最適化
や必要な産業再編に向け取り組む。

③立地競争力強化

・半導体工場の新設・拡張に必要となる、広大な土地、大量の水・電力に加えて、 物流や渋滞などの交通等
も含めたインフラ面に関する取組も検討。

・グローバルに活躍できる高度人材の育成の観点から、国内外企業とも連携をして、最先端環境を有する
オープンな研究開発拠点などを整備。

・産官学連携で創設した各地域のコンソーシアムの取組等を通じて、現場人材も含めた人材育成を強化。

④国際連携

・次世代半導体領域における国際共同研究を引き続き推進。
・同志国等と連携したサプライチェーンの構築・強靱化を推進。

(2)講じるべき政策パッケージ
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方向性

⚫ かつて我が国半導体産業は世界シェア約50％を誇ったが、日米貿易摩擦や国内のデジタル化低迷等を背景に凋落し、現在は10％
未満。足下、AIの発展に伴い、先端半導体の設計・製造を中心に市場成長が加速する中で、この成長を取り込むことが必要。

⚫ 今後は、フィジカルAIの発展に伴って、AIモデルだけでなく、ハードウェアの中核機能を担うコンピューティング（ロジック半
導体等）、制御系（マイコン等）、駆動系（アクチュエータ）、知覚系（各種センサー）を統合した“フィジカル・インテリジェ
ント・システム”を、多様なアプリケーション（ロボット、自動車、ドローン、FA等）で構築していくことが求められる。

⚫ 各実装先（需要側）で必要となる機能から逆算して、各種半導体を設計・製造して作りこみ、システムとして最適統合する 
“System to Silicon”の重要性が増大。センサー技術とアナログ・レガシー半導体の設計開発基盤を有する我が国の強みが顕在化。

現状認識、日本の強み

・半導体需要側産業の低迷。

・最先端領域における
競争力低下。

・各国による大規模な産業
政策と米中対立を中心と
する地政学リスク。

・研究開発人材・現場人材
等の不足。特に、半導体
設計に関する人材不足は
喫緊の課題。

主な課題
（ボトルネック）

・AI時代に必要不可欠となる
先端・次世代半導体の国内
開発・製造能力を確保し、
2030年に国内で生産される
半導体の売上高15兆円、
2040年に40兆円を目指す。

・実装先から求められるチップ
をシステムとして最適統合す
る設計開発能力を強化
（“System to Silicon”）。

目指すべき姿
我が国の勝ち筋

・先端・次世代半導体の研究開発・製造能力確保に向けた支援
を引き続き実施。

・フィジカルAIなど、最先端半導体を活用したデジタル・AI
サービスの創出等を通じ、最先端半導体の国内需要を創出。

・最先端の半導体研究開発・設計拠点の整備等を通じ、半導体
設計開発支援を強化するとともに設計人材を育成。

・地政学動向等を踏まえ、非先端領域の半導体や電子部品等に
ついて、サプライチェーンの強化・最適化に向け取り組む。

講じるべき施策
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選定時からの主要な動向(競合) 1/4

• TSMC : 台湾・南科（南部科学工業園区）にて、追加で3基のN2工場を建設方針が報道される (2025年11月)

• TSMCは25年末に2nmノードの量産を開始し、既存施設での2026年
キャパシティはフルブックとも言われている

• 需要の逼迫を受けて、台南で3基のN2工場新設が報道される
– 投資規模は1基あたり約3,000億台湾ドル、

合計約9,000億台湾ドル規模と推定される
– 台南・南部科学園区周辺が候補地
– 用地取得や環境アセスメントが進展すれば、

2026年にも着工する可能性があると報道されている
– 追加のキャパシティ規模は45~60kwpm程度の可能性

https://biz.chosun.com/jp/jp-it/2025/11/25/WTPZ5L3SKFFSNMTLDJDNTSAWGU ; https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5256754 ; https://www.trendforce.com/news/2025/11/25/news-tsmc-reportedly-plans-2-nm-
boost-in-taiwan-with-three-new-fabs-nt900b-investment/ ; https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5129704
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選定時からの主要な動向(競合) 2/4

• TSMC : アリゾナの追加用地を取得。今後米国における先端ノードの製造力強化が予見される (2026年1月)

https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction; https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-
planned-gigafab; https://pr.tsmc.com/english/news/3210

• TSMCはアリゾナで追加で用地取得
– TSMCは2026年1月に、アリゾナ州北フェニックスで、オーク

ションを通じて約900エーカーの州有地を取得したと報じられる
– 最低入札額は$197.25Mであることが確認できる
– これはTSMCが既に保有していたアリゾナ拠点の約1,100エーカー

に対して約82%規模

• 今後2nm含む先端ノード製造能力増強の可能性が指摘される
– 追加用地は「 “GigaFab” 構想 」の余地を広げる動きとして扱われ

ており、先端ノードの増設につながり得るという文脈で報じら
れている

– ただし、現時点ではどのノード向けファブかは不明であり、
今後要注視

18

競合・市場動向

https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.kjzz.org/business/2026-01-08/tsmc-buys-900-acres-of-arizona-state-land-at-auction
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/tsmc-purchases-900-acres-in-phoenix-arizona-to-expand-planned-gigafab
https://pr.tsmc.com/english/news/3210


選定時からの主要な動向(競合) 3/4

• Samsung : 顧客獲得状況によっては製造力拡大の可能性が指摘される(2025年12月)

https://koreajoongangdaily.joins.com/news/2026-01-01/business/industry/Samsung-flooded-with-foundry-inquiries-in-US-as-Elon-Musk-keeps-close-eye-on-Taylor-factory/2489530; 
https://www.trendforce.com/news/2026/01/22/news-samsung-accelerates-taylor-fab-ramp-up-domestic-euv-pellicles-reportedly-enter-u-s-line ; https://www.munhwa.com/article/11557222  

• テイラーファブの月産能力は、顧客獲得次第ではあるものの、
当初想定20kから50kにまで膨らむ可能性も指摘される (2025年12月)
– 米国テキサス州テイラー市に建設中のファブのすべての工程を

当初計画していた4nmから2nmに格上げの可能性
– 業界推計では当初2nmの月産が約2万枚と見られていたが、

月産5万枚超を見込む可能性も
– ただし、実際の設備導入は顧客獲得状況次第
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選定時からの主要な動向(競合) 4/4

• Samsung : Qualcommと2nmの受託製造について協議中。新規顧客獲得の可能性が浮上 (2026年1月)

https://www.kedglobal.com/korean-chipmakers/newsView/ked202601070008; https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=400570 ; https://www.reuters.com/world/asia-pacific/qualcomm-
talks-with-samsung-electronics-contract-manufacturing-south-korean-2026-01-07/; https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/tesla-and-samsung-forge-165-billion-chip-supply-deal-for-
next-gen-ai-chips/122951400

参考) SamsungはTeslaとの契約は獲得済みだが、
現状他顧客獲得の確定的な報道は見受けられない
• Teslaとの約165億ドル規模/2025~2033年の

複数年契約を締結 (25年1月)

• イーロンマスク氏は、Texas州Taylor新工場で次世代
AI6チップを製造する方針を示す(25年1月)

SamsungがQualcommのSnapdragonの一部について、
受託製造の可能性が報道される (26年1月)
• Qualcomm CEOが「Samsung Electronicsと

2nmの契約製造を協議している」と発言
• 現状確定報道ではないが、Galaxy向けの

Snapdragonの一部を製造委託する可能性が浮上

競合・市場動向
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• Broadcom : 業界初となる2nmを採用したカスタムコンピュートSoCの出荷を開始 (2026年2月)

https://investors.broadcom.com/news-releases/news-release-details/broadcom-ships-35d-face-face-compute-soc-powering-ai-revolution

• Broadcomは2nm採用SoCの出荷を開始
– Broadcomは3.5D eXtreme Dimension System in 

Package(XDSiP)基盤で設計した「業界初の2nmカス
タム・コンピューティングSoC」の出荷開始を発表

– 当初想定は2026年後半とも言われていたが、前倒し
で市場投入

• 最初の出荷先は日本の富士通
– 2027年にリリース予定の次世代サーバー向けCPU

「MONAKA」（144コア、Armv9アーキテクチャ）向
けに出荷開始

– 富士通側も2nmプロセス革新とF2F 3D集積の組み合
わせが、次世代AI/HPCに必要な計算密度とエネル
ギー効率を実現し、MONAKA実現の鍵とコメント
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• Google : TPU需要増の対応を狙い、2026年CapEx引き上げを発表(2026年2月)

https://abc.xyz/investor/events/event-details/2026/2025-Q4-Earnings-Call-2026-Dr_C033hS6/default.aspx; https://aait.co.jp/archives/77788 ; https://www.ft.com/content/22d97d8e-1101-4b1b-8a28-
66054dfa363a ; https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/anthropic-signs-deal-with-google-cloud-to-expand-tpu-chip-capacity-ai-company-expects-to-have-over-1gw-of-processing-
power-in-2026

• Google(Alphabet)が「TPUを含むAI計算需要の強さ」を根拠に、
CapExを“上振れ前提”に切り替え (2026年2月)
– 2026/2/4(Q4 2025決算)で、Sundar Pichai CEOが「需要対応の

ため」2026年CapExを1750〜1850億ドルレンジに引き上げる方針
を説明

– 自社TPUを“多様な計算オプションの中核”として位置づけつつ、
需要増加、TPU製造強化を示唆

• TPUの追加契約の動向も存在 (2025年10月)

– AnthropicがGoogle Cloudとの契約でTPU利用を大幅に拡張し、
2026年に向けて計算能力を積み増す動向あり
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選定時からの主要な動向(市場) 3/4

https://blogs.nvidia.co.jp/blog/openai-and-nvidia-announce-strategic-partnership-to-deploy-10gw-of-nvidia-systems/ ; 
HSBC レポート(2025/10/15, Upgrade to Buy: Room for AI upside on ever-expanding AI GPU TAM）

• NVIDIA : OpenAIとの複数年パートナーシップ締結し、10GW分のNVIDIAシステム導入が見込まれる(2025年9月)

• OpenAIは次世代AIインフラ向け計算資源確保を目指す
パートナーシップを締結 (2025年9月)
– 2025年9月、NVIDIAとOpenAIは、OpenAIの次世代AIイ

ンフラ向けに少なくとも10ギガワット分のNVIDIAシステ
ムを導入する戦略的パートナーシップを発表

– OpenAIの次世代モデルの学習および運用を目的とするも
のであり、複数年にわたるパートナーシップ

• 2nm世代製品(Rubin Ultra, Feynmann)の需要増につなが
るという見方も存在
– HSBCレポート(25年10月)では、10GW契約を受け、

3nm世代(Rubin)及び2m世代(Rubin Ultra)のGPU売上
予測を更新

– 世代遷移タイミングは未確定だが、3-4年の契約である点
踏まえ、2nm世代製品の需要増にもつながると見込む

競合・市場動向



選定時からの主要な動向(市場) 4/4

• NVIDIA : NVIDIAは次世代GPU「Feynman」でTSMCの最先端A16プロセスを初採用と見られる (2025年9月)

https://www.techpowerup.com/341011/nvidia-to-tap-tsmcs-a16-node-for-feynman-gpus; UBSレポート

• NVIDIAはこれまで、データセンター向け大型GPUでは「1〜2

世代前の成熟ノード」をあえて採用し、歩留まり確保・熱特性

安定化・電力効率最適化を優先する戦略

• しかし方針を転換し、次世代GPU「Feynman」ではTSMCの

最先端A16プロセスを採用する見通し

– Feynmanではノードレベルで電力設計を刷新する必要があ
り、3nmから2nm世代への移行を加速させる可能性

– A16が計画通り量産化されれば、Feynmanの初期シリコ
ンは2027年後半〜2028年前半、市場投入は2028年後半
以降と見込まれる

• 2028年以降の2nm需要底上げにつながると見方も存在
– UBSのレポート(25年10月)では、2028年のNVIDIAのプ

ラットフォームにおける2nm製品(Rubin Ultra及び
Feynmannが)比率が70~90%になるとの見立てを発表
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競合・市場動向
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１．Rapidus株式会社の事業状況について

２． AI・半導体フレームにおける予算の措置状況について



予算年度 事業名 予算額（億円）

R6補正
ポスト５G情報通信システム基盤強化研究開発事業 9,916（GX:1,576）

先端半導体の国内生産拠点の確保 4,714 

小計 1兆4,630億円（GX：1,576億円）

R7当初

ポスト５G情報通信システム基盤強化研究開発事業 1,617（GX:1,502）

次世代エッジAI半導体研究開発事業 295 

省エネルギー半導体関連技術開発事業 298 

次世代半導体の量産等に向けた出資事業  1,000 

半導体設計・製造基盤整備事業 318 

小計 3,328億円（GX：1,502億円）

R7補正
ポスト５Ｇ情報通信システム基盤強化研究開発事業 1,537（GX:802）

半導体設計・製造基盤整備事業 988 

小計 2,525億円（GX：802億円）

R8当初
（予算案）

ポスト５G情報通信システム基盤強化研究開発事業 6,738

次世代半導体の量産等に向けた出資事業 1,500

次世代半導体事業に係る委託調査事業 9.8

省エネルギー半導体関連技術開発事業  67

AIロボット・フィジカルAIを見据えたマルチモーダル基盤モデル開発事業 3,873（全額GX）

小計 1兆2,390億円（GX：3,873億円）

合計 3兆2,873億円

ＡＩ・半導体産業基盤強化フレームでこれまで措置した予算事業
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※ラピダス関係予算は赤字

予算
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次世代半導体小委におけるAI・半導体フレームの進捗管理について

次世代半導体等小委員会の設置趣旨紙（R6.12.11）

⚫ 「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」 （令和６年 11 月 22 日閣議決定）
において、必要な財源を確保しつつ、７年間 で 10 兆円以上の公的支援を行う「AI・半導体産業
基盤強化フレーム」を策定した。今後 10 年間で 50 兆円を超える官民投資を誘発すること等を
目指すこととされており、その効果検証に取り組んでいく。（中略）

⚫  このため、これらに関する専門的な審議を行うことを目的として、産業構造審議会商務流通情報
分科会の下に、新たに「次世代半導体等小委員会」を設置する。 
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AI・半導体フレームにおける半導体事業の支援決定及び進捗管理

⚫ AI・半導体産業基盤強化フレームによる複数年度にわたる計画的・戦略的な支援の実施に当たっては、フレーム全体として効果的な
支援を図るとともに、個別案件に対する支援の妥当性や進捗管理、計画見直しの必要性についても、より厳密に確認することが重要。

⚫ こうした背景から、フレーム全体については、今後１０年間で５０兆円超の官民投資を引き出すという目標を掲げている中、次世代半
導体等小委員会での議論も踏まえ、同政策目標の達成状況のフォローアップを行うこととした。

⚫ 個別案件については、特定半導体基金及び経済安保基金（半導体）の指針等（※１）において、2025年5月に下記内容を改定・
施行することで、支援決定と進捗管理等のプロセスを厳格化することとした。（なお、ポスト５G基金については、既に外部有識者により
毎年進捗状況を確認した上で予算を交付するステージゲート審査の枠組が存在するため、引き続き当該枠組にて進捗管理を実施）

① 個別案件の支援決定及び毎年度の事業報告の際には、守秘義務をしっかりと確保した上で、予め知見を有する第三者への意
見聴取を行い、計画の妥当性及び進捗状況等を確認すること（※２）。

② 事業者には国際情勢や市況の変化があった場合、計画の見直しをすること。

申請 認定 実施状況報告書 実施状況報告書実施状況報告書

有識者評価 有識者評価 有識者評価

翌年 翌々年 ・・・ 継続生産終了まで

認定要件の適合性を評価

有識者評価

生産設備整備完了や初回出荷等のマイルストーンに対する進捗評価

スキーム

（※１）指針等の具体的な名称は、特定半導体基金：「特定高度情報通信技術活用システムの開発供給等の促進に関する指針」、
経済安保基金（半導体）：「半導体に係る安定供給確保を図るための取組方針」

（※２）経済安保基金（半導体）においては、令和4年度より、支援決定時に有識者に対する意見聴取を実施することとしている

予算
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